全国产化静止无功发生器（SVG）开发项目需求书
一、项目目标
本项目旨在开发一款全国产化静止无功发生器（SVG），具体要求如下：
全器件国产化：SVG内部所有元器件，包括但不限于功率器件（IGBT）、主控芯片（DSP/FPGA/ARM）、采样芯片、电容、驱动电路、电源模块等，全部选用国产自主品牌。
功能性能不降低：保持与现有进口器件方案同等水平的技术指标和运行可靠性。
可交付设计资料：项目完成后需提供完整的软硬件设计资料，包括原理图、PCB、源代码、BOM清单、设计说明文档等。
具备可生产性：设计方案需考虑生产工艺和成本控制，具备批量生产条件。
二、技术需求
2.1 产品规格要求
	参数项
	指标要求
	备注

	额定电压
	380V / 690V / 10kV（可选）
	根据应用场景确定

	补偿容量
	±50kVar ~ ±10MVar
	模块化设计，可扩展

	响应时间
	全响应时间≤15ms，动态响应时间≤50μs
	参考行业先进水平

	补偿效果
	功率因数≥0.99，三相电流不平衡度≤5%
	避免过补和欠补

	效率
	系统效率≥97%
	满载工况

	调节范围
	可动态双向（-1~1）连续调节无功功率
	

	保护功能
	过压、过流、过热、短路、缺相等保护
	符合电力行业标准


2.2 核心器件国产化要求
	器件类别
	关键器件
	国产化要求
	潜在国产供应商参考

	功率器件
	IGBT模块/单管
	必须国产
	赛晶半导体（1700V IGBT芯片组）、士兰微、斯达半导、中车时代电气

	主控芯片
	DSP/FPGA/ARM
	必须国产
	紫光同创（FPGA）、复旦微（FPGA）、兆易创新（ARM）、全志、瑞芯微

	采样芯片
	ADC/运放/隔离芯片
	必须国产
	圣邦微、思瑞浦、纳芯微、川土微

	被动器件
	电容、电阻、电感
	优先国产
	法拉电子（薄膜电容）、顺络电子（电感）

	电源模块
	DC-DC/AC-DC
	必须国产
	金升阳、汇众、新雷能

	驱动电路
	IGBT驱动芯片
	必须国产
	纳芯微、博通（国产化品牌）、青铜剑技术


2.3 软件与算法要求
	模块
	要求

	控制算法
	基于瞬时无功理论的检测算法，采用DSP+FPGA全数字控制方式

	调制策略
	SPWM/SVPWM调制，支持多电平级联控制

	通讯协议
	支持Modbus、CAN、IEC61850、IEC60870-5-104等工业及电力通信规约

	监控界面
	支持本地HMI触摸屏显示及远程监控

	故障诊断
	具备故障自诊断、记录和上传功能


2.4 结构与环境要求
	项目
	要求

	散热方式
	智能风冷或热管散热，根据温度自动调整风量

	防护等级
	IP20（户内型）或IP54（户外型）

	工作温度
	-25℃ ~ +55℃

	电磁兼容
	符合GB/T 17626系列标准，具备良好的抗干扰能力


三、交付成果要求
3.1 硬件设计资料
原理图：全系统原理图（PDF+源文件格式）

PCB设计：PCB layout文件（含Gerber文件）

BOM清单：完整的元器件清单，包含国产器件型号、封装、供应商信息

结构图纸：3D模型、安装尺寸图、散热设计图

工艺文件：生产工艺指导书、测试工装设计文件
3.2 软件设计资料
源代码：DSP/FPGA/ARM完整源代码，包含详细注释

算法说明：控制算法原理说明、流程图、参数整定方法

通讯协议：通讯规约详细定义文档

烧录文件：固件hex/bin文件及烧录工具
3.3 技术文档
设计说明书：系统设计方案、器件选型论证报告

测试报告：样机测试报告（含型式试验、出厂测试）

用户手册：操作说明、维护手册、故障代码表

认证资料：相关第三方检测报告（如具备）

四、资质要求
4.1 资质与经验要求
团队资质：

具备电力电子、电气工程相关专业背景，拥有3年以上SVG产品开发经验
成功案例：

至少有2款以上SVG产品量产经验，产品应用于工业或电力系统
技术能力：
精通IGBT驱动、散热设计、叠层母排设计等功率单元关键技术
熟练掌握DSP（C2000系列）或FPGA编程，熟悉MATLAB/Simulink仿真
熟悉电力行业相关标准及EMC/EMI设计要求
国产器件经验：

具备国产IGBT、国产主控芯片的实际应用经验者优先
4.2 合作模式要求
技术开发：以委托开发或联合开发模式合作，知识产权归属可协商
资料交付：项目完成后需移交全套设计资料，支持后续生产维护
技术支持：提供不少于12个月的技术支持期，协助解决量产过程中的技术问题
4.3 项目周期要求
总周期：不超过10个月
里程碑安排：
第1-2个月：方案设计、器件选型、原理图设计

第3-4个月：PCB设计、结构设计、样机试制

第5-7个月：样机调试、性能测试、优化改进

第8-9个月：型式试验、第三方检测（如需）

第10个月：资料归档、项目验收

五、技术难点与关注点
5.1 国产器件适配
IGBT替代：国产IGBT在开关特性、短路耐受能力、反向恢复特性等方面与进口品牌存在差异，需针对性地优化驱动参数和保护策略
主控芯片移植：从TI DSP向国产ARM/DSP/FPGA平台移植控制算法，需重新优化代码结构和实时性能
采样精度：国产ADC的精度和温漂特性需在电路设计和校准算法中予以补偿
5.2 可靠性验证
高低温测试：验证国产器件在全温度范围内的性能稳定性
长期运行测试：进行不低于1000小时的连续满载运行测试
电网适应性：测试在电网电压波动、谐波背景下的运行性能
5.3 EMC设计
国产器件的EMC特性可能与进口器件不同，需重新评估滤波电路和PCB布局
六、报价与联系方式
6.1 报价要求
请有意向的开发团队/个人提供：
项目报价：一口价或分阶段报价
费用构成：研发费、样机材料费、测试费、差旅费等明细
付款节点：建议按里程碑分期付款方案
6.2 联系方式
有意承接本项目的团队或个人，请提交以下材料：

团队/个人简介及SVG开发经验说明

成案例介绍（含产品照片、应用场景）

初步技术方案和报价

联系人：[您的姓名]
电话：[您的电话]
邮箱：[您的邮箱]
